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【 表 ２ 】

【 ０ １ ０ １ 】

【 表 ３ 】

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ １ ０ ２ 】

１ 　 パ ワ ー 半 導 体 チ ッ プ

２ 　 接 合 層

３ 　 Ｃ ｕ パ タ ー ン 部

４ 　 放 熱 シ ー ト

５ 　 Ｃ ｕ ベ ー ス プ レ ー ト

６ 　 リ ー ド フ レ ー ム

７ 　 樹 脂 封 止 層

８ 　 ワ イ ヤ ー フ レ ー ム

１ ０ 　 パ ワ ー モ ジ ュ ー ル

２ ０ 　 放 熱 基 板
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